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Pjtcnr.in\firuchc 



1. Vcrfahrcn /um Vcrv;hltcUcn von in ctncr Leiter- 
platte vorgcvcbcncn Bohrurtfcn mit Aufiragcn ci- 
nc^ Ldittopiaik^ Juf mindcMcn* cine Sole dcr 
Leiterplatte. dadurch gekennzeichnct. daB die 
Bohrungen mil etnem Pfropfen «ji f>)ttroptack 
vcrwhl'nicn werden. 

2. Vcrfahrcn nach Anspruch I. dadurchgekenn- 
/cichnct. daB dcr Loisioplack tm Sicbdruck vcrfah- 
rcn aufgebracht wird. 

3. Vcrfahrcn nach Anspruch I und 2. daduro gc- 
kcnn/eichnct. daQ cine ctmc Schablonc mit cincm 
dcr Zahl und der (.age dcr /u verschlieOenden Boh* 
rungen enisprcchcndcn lux;hmu*ter und cincm 
Sieb auf dcr von dcr Leiterplatte abgewandten Sci* 
(c auf dic-vc aufgelegt. dcr l-di\iopIack aufgebracht 
und mil cincm Rakcl in die Bohrungcn hincinj^c 
druckt wird. 

4. Vcrfahrcn nach Anspruch I bis J. dadurch gc- 
kcnn/c:chnct. daQ dcr Durchmesser dcr in dcr cr- 
sten Schablonc vorgesehenen Lochcr ctwas ubcr 
dem Durchmesser dcr zu verschlieOenden Bohrun- 
gcn iiegt. 

5. Vcrfahrcn nach Anspruch 1 bis 4. dadurch ge- 
kennzciennet. daB die Starke dcr crstcn Schablonc 
nach MaBgabe des fur die Pfropfen gcwOnschtcn 
Volumens ausgcwiihl: wird. 

6. Vcrfahrcn nach Anspruch I bis 5. dadurch ge- 
kennzeichnet. daB cine zweite Schablone mit einem 
der Zah! und der Lage dcr zu verschlieQendcn Boh- 
rungen enrsprechenden Lochmuster auf die andcre 
Seite der Leiterplatte aufgelegt und ein Vakuum 
angeleg: wird und damit das Hineindrucken des 
Ldtstoplackes in die Bohrungen von der einen Seite 
untersiutzt wird. 

7. Verfah. en nach Anspruch I bis 6, gekennzeichnet 
durch die Verwendung cines Ldtstoplackes mit ei- 
ner hohen Thixotropie. 

8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, dadurch ge- 
kennzeichnet. da 0_es_aufden beiden Seiten der Lei- 
terplatte angewendet wircf.7 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren • jm Verschlie- 
Sen von in einer Leiterplatte vorgesehenen Bohrungen 
mit Auftragen eincs Ldtstoplackes auf mindestens eine 
Seite der Leiterplatte. 

Leiterplatten. auf denen gedruckte Schaltungen aus- 
gebildet werden, sind bekannt. Diese Leiterplatten wei- 
sen aktive und passive Bohrungen auf. In die aktiven 
Bohrungen werden die Bauelemente cingesetzt Diese 
werden mit Lot elektrisch angeschlossen. Dadurch wer- 
den die aktiven Bohrungen vakuumdicht verschlossen. 
Die passiven Bohrungen dienen zum eVktrischen Ver- 
binden der einen mit der andcren Seite der Leiterplatte. 
Man bezeichnet sie auch als Umsteiger von der einen 
zur nachsten Ebene. Hierzu bleiben die passiven Boh- 
rungen offen. Sie werden nicht mit Lot verschlossen. Die 
elektrische Verbindung von der emen zur anderen Seite 
der Leiterplatte erfolgt dabe: i.«m Beispiel mit der soge- 
nannten Durchmetallisierung. 

Die fertigen besttickten Leiterplatten werden auf ver- 
schiedene Weise gepruft. Bei einem modernen Prufver- 
fahren werden die Leiterplatten mit Unterdruck in ei- 
nen Adapter gezogen und durch den Unterdruck in die- 
sem gehalten. Dieser Unterdruck wird durch die offen 



tfeblicbcncn *?a-*-*ivcn Bonrun^cn /c.stort. /um Anwen- 
den dieses Pnifvcffahrens mu\tc*i dahcr auch die pa*u- 
ven Bohr'ingen geu.hioA**cn werden. 

\1.in hai venucht. die passiven Bohrwrgcri juf ener 
Uiiwcllc /u schlieBcn. Dab~t fconncn \*cn jedoch *nr»- 
when cincm Ldtaugc und ctncr anjf rcn/r***Icn Lcitcr- 
bjhn k.'cine Zinnperlcn tc\t\c\/m. Dadur. -. <^nn untcr 
cmcm Hiuclcment em KurxschfuB cnc-.tcr.cn, Dicscn 
Vcrfahrcn hat dahcr \Urkc NachtcWc. 
n Man hat wetter vcrsucht. die Bohrungen inn ctncr 
t«outopma*kc au* cincr Fotopolvrncrschicht geschtov 
scn /.u hjltcn. Hierzu beUOt man 'hese Sch>cht in gc* 
spanntcrn /upland iibcr den Bohrungen. Unicr L/H\!op~ 
ma^kc iM dabci cine Schicht au\ cmcm %og«:nanntcn 
t> l^itMoplack /u vcrMchert. Em l^oiMoplack i%t cm Lick, 
dcr nach cincm bcAtimmicn \fu\(cr juf etne fxMerpUi- 
ic aufgebracht wird. Er verhindcrt da% Anhaftcn von 
l-oi. Da\ Vcr^hlicBcn dcr Bohrungcii mit em*r Fotopo- 
lymcrvchichi i*: jctJoch ctn ^chr tcurtrv Vcrfahrcn. 
20 Von dicvem Starnl dcr Tcchntk au\gehcnd licgt dcr 
Erf;ndung die Aufgabe zugrundc. cm Vcrfahrcn /um 
VorschlieUen von Bohrungen in cmcr Leiterplatte /u 
Pndcn. das sich skrher und ko^icngtinMig t^irchfuhrcn 
laOt. Die LcWung fQr di«e Aufgabc crgibi Mch nach dcr 
25 Erfindung dadurch. daB die Bohrungen mit cincm Pfrnp- 
fen aus dem schon genanntcn Ldts.oplack vcrvrhl'w^en 
werden. ZwcckmdBig wird dicscr Loixtoplack im Sicb- 
druckverfahren aufgebracht. Im Sicbdruckvcrfahrcn 
besitzt man groBe Erfahnjng. und er faOt sich kostcn- 
jo giinstigdurchfOhren. 

In dcr praktischen Verwirklichung dcr Erfindung ist 
vorgesehen, daB eine erste Schablone mit cinem dcr 
Zahl und der Lage der zu verschlieOenden Bohrungen 
entsDrechenden Lochmuster und einem Sieb auf dcr 
js von der Leiterplatte abgewandten Seite auf diese aufge- 
legt, der Lotstoplack aufgebracht und mit einem Rake! 
in die Bohrungen hineingedruckt wird. Dabei sollte der 
Durchmesser der in der crsten Schablone vorgesehenen 
Locher etwas iiber dem Durchmesser der zu verschiie- 
40 Benden Bohrungen liegen. Das fur die Pfropfen ge- 
wunschte ocier erforderliche Volumen laOt s',ch mit der 
Starke der ersten Schablone einregeln. Bei ansteigender 
Starke steigt das Volumen der Pfropfen und umgekehrt. 
Die Schneilit* .it und das AusmaB. mit denen der L6t- 
45 stoplack in die zu verschlieOenden Bohrungen eindringt, 
Ia6t sich erfindungsgemaB durch Anlegen eines Unter- 
druckes auf die andere Seite der Leiterplatte erhdhen. 
Hierzu wird im einzelnen vorgeschlagen, daB eine zwei- 
te Schablone mit einem der Zahl imd der Lage der zu 
so verscblieGenden Bohrungen entsprechenden Lochmu- 
ster ^uf die andere Seite der Leiterplatte aufgelegt und 
ein Vakuum angelegt wird und damit das Hineindrucken 
des Lotstoplackes in die Bohrungen von der einen Seite 
unterstutzt wird. 
55 Das fiir den erfindungsgemaBen Siebdruck verwen- 
de*e und auf die Schablone aufgebrachte Sieb muB sehr 
grobmaschig sein. Der Lotstoplack soil weiter eine hohe 
Thixotropie aufw-isen. Damit wird sichergestellt, daQ er 
ausreichend schnell und tief in die zu verschlieBenden 
so Bohrungen eindringt. Die Menge des Lotstoplackes 
wird so eingestellt. dafl er mindestens die halbe Tiefe der 
Bohrung ausfiillt. In einer Weiterbiidung kann das erfin- 
dungsgemaBe Verfahren auch von den beiden Seiten 
der Leiterplatte aus angewendet werden. Hierbei wer- 
65 den die Bohrungen von jeder Seite zur Halfte gefullt 
und damit vakuumdicht verschlossen. 

In der Skizze ist ein Ausfuhrungsbeispiel dargestellt. 
Die Skizze zeigt einen leil einer Leiterplatte 12 mit 
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einer zu verschlieflenden Bohrung 14. Diese ist durch- 
metallisiert. Entsprechend trSgt sie auf ihrer Wand eine 
Metallschicht 16. Oberhalb der Leiterplatte 12 befindet 
sich die Maske 18 mit dem Sieb 20. Oiese Teile sind nur 
schematisch dargcstellt. Auf das Sieb 20 wird der Lot- s 
stoplack aufgebraeht. Die Skizze zeigt den Rakel 22. Bei 
Blick auf die Skizze wird er von rechts nach links ver- 
schoben. Dabei schiebt er eine Wdle 24 des Lotstoplak- 
kes Qber das Sieb 20. Dieser LStstoplack drtngt in das in 
der Schablone 18 vorgesehene Loch und aus diesem in io 
die Bohrung 14 ein. Dabei bildet sich in dem Loch der 
Schablone 18 ein Pfropfen 26 aus Ldtstoplack. Er flieBt 
nach unten und fullt etwa die halbe Hdhe der Bohrung 
14 aus. Falls dies zu deren VerschlieBen nicht ausreichen 
sollte, kann das Verfahren, wie vorstehend angegeben, 15 
auch von der anderen Seite, das heiBt von unten, ausge- 
fuhrt werden. Ebenso laBt sich das Eindringen des 
Pfropfens 26 in die Bohrung 14 durch das Anlegen eines 
Unterdruckes auf die andere, die untere Seite der Lei* 
terplatte 12 verbessern. Auch hierauf v/urde vorstehend 20 
hingewiesen. 

Die Abmessungen und die raumliche Zuordnung der 
verschiedenen Teile in der Skizze sind nur schematisch 
zu verstehen. 
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